U N |Ve rs | d a d Vicerrectorado de Ordenacién Académica

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de

de Cq ntCl bl’iG Telecomunicacion

GUIA DOCENTE ABREVIADA DE LA ASIGNATURA

G1009 - Disefio Avanzado de PCBs

Grado en Ingenieria en Electronica Industrial y Automatica

Curso Académico 2026 - 2027

1. DATOS IDENTIFICATIVOS

Titulo/s Grado en Ingenieria en Electrénica Industrial y Automdtica Tipologia y Optativa. Curso 4
curso
Centro Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicaciéon

Médulo / materia MATERIA TECNOLOGIA ELECTRONICA

MODULO OPTATIVO
Codigo y G1009 - Disefio Avanzado de PCBs
denominacion
Créditos ECTS 6 Cuatrimestre Cuatrimestral (2)
Web
Idioma de Espafiol English Friendly Si Forma de imparticién Presencial
imparticion
Departamento DPTO. TECNOLOGIA ELECTRONICA E INGENIERIA DE SISTEMAS Y AUTOMATICA

Profesor responsable | FRANCISCO JAVIER DIAZ RODRIGUEZ

E-mail javier.diaz@unican.es

NUmero despacho E.T.S. de Ingenieros Industriales y de Telecomunicacién. Planta: - 3. DESPACHO PROFESORES (S3083)

Otros profesores PAULA LAMO ANUARBE

3.1RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer las técnicas modernas de disefio y fabricacion de placas de circuitos impresos.

Dominar el proceso de disefio de un PCB.

Presentar la normativa referente a PCB.

Entender los aspectos relacionados con la simulacion, andlisis y verificacion de la integridad de la sefiales asi como los principios bdsicos
para evitar problemas de EMC.

4. OBJETIVOS

Formar al alumno en las técnicas modernas de disefio y fabricacion de placas de circuitos impresos.

Dominar el proceso de disefio de un PCB.

Presentar la normativa referente a PCB.

Entender los aspectos relacionados con la simulacién, andlisis y verificacién de la integridad de la sefales asi como los principios bdsicos
para evitar problemas de EMC.
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6. ORGANIZACION DOCENTE

1 Bloque temdtico 1: Procesos de fabricacién

Leccion 1: Introduccion

Leccion 2: Etapas del proceso de fabricacion. Tarjetas de taladros no metalizados. Taladros. Tarjetas multicapas.
Componentes y encapsulados.

2 Bloque temdtico 2: Normativa y técnicas de disefio de PCBs para EMC.
Leccidn 3: Normativa.

Leccién 4: Fundamentos. Problemas de EMC en PCBs. Relaciones entre las técnicas EMC y el proceso de fabricacién de PCBs.
Requerimientos regulatorios y normativa europea. Interferencias radiadas e interferencias conducidas. Integridad de la sefial.
Interferencias electromagnéticas (EMI). Reflexién y lineas de transmision. Crosstalk. Lineas diferenciales. Distribucion de la
alimentacion. Condensadores de desacoplo y de Bypass. Perturbaciones en la red eléctrica, inmunidad a transitorios y filtros
de red. Proteccion frente a descargas electrostdticas (ESD): Consideraciones térmicas del disefio. Técnicas adicionales de
disefio.

3 Bloque temdtico 3: Disefio de PCBs

Leccién 5: Flujo de disefio. Captura de esquemdticos. Disefio desde HDLs. Place and Route. Finalizacién del PCB. Mecanismos
de fallo y verificaciéon final de la tarjeta.

Leccién 6: Herramientas de Ayuda al Disefio: Cadence/Allegro, Altium, Kicad

7. METODOS DE LA EVALUACION

Evaluacién continua y de laboratorio Evaluacion en laboratorio No Si 50,00

Presentacion del trabajo final Trabajo Si Si 50,00

Los puntos que conforman la evaluacién continua son el seguimiento de las clase, la resolucion de los ejercicios de cada tema (prdcticas
de aula) y la presentacién de los resultados.

El trabgjo final se plantea con especificaciones abiertas sobre el disefio de una placa de circuito impreso que sirva de soporte a un
sistema electroénico. La calificacién del trabajo se realiza en base a la memoria, cumplimiento de las especificaciones, optimizacién de
recursos y defensa del disefio por parte del alumno.

Se prevé la evaluacién a distancia de los trabajos, ejercicios prdcticos de laboratorio y pruebas escritas, en el caso de una nueva alerta
sanitaria por COVID-19 haga imposible realizar la evaluacion de forma presencial.

Al obtenerse un 50% de evaluacién con actividades de evaluacién integradas en la docencia (evaluacion continua y laboratorio) los
criterios de evaluacion son iguales para todos los alumnos. Los alumnos a tiempo parcial con incompatibilidad de horario reciben una
atencidén personal directa o por medios telemdticos sobre los contenidos y evaluacién continua. El aula virtual facilita el acceso a la
informacién y pruebas de evaluacién continua.

8. BIBLIOGRAFIA Y MATERIALES DIDACTICOS
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Tema 1
C.F. Coombs, "Printed circuits handbook", 6° Edicién, Edt. McGraw-Hill, 2008

Tema 2:
D. Brooks, "Signal integrity issues and printed circuit board design", Edt. Prentice Hall, 2003
M.I. Montrose, "Printed circuit board design techniques for EMC compliance: a handbook for designers", Edt. IEEE Press Series, 2000.

Tema 3:

K. Mitzner, "Complete PCB design using OrCAD Capture and PCB Editor", Edt. Newnes, 2009
Manuales del programa Cadence/Allegro

Manuales de DesignSpark

Esta es la Guia Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la informacién mds detallada de la asignatura
en la Guia Docente Completa.
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